採購規範書
購案名稱：iPAS電路板實作考試用模組及試場支援勞務委託案，案號：			
 (請需求部門依購案特性及實際需要提供下列詳細資料)
	項　　　　目
	說　　明

	一、委託服務之目的、委託項目
	■有，詳 (一)~(二)      
□無 
(請敘明附件名稱及項次)

	二、服務之工作時程、提供方式
	■有，詳 (三)~(四)         
□無 
(請敘明附件名稱及項次)

	三、廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件
	□有，詳        
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	四、服務工作完成後所應達到之目標或成果
	□有，詳         
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	五、服務之提供涉及材料、設備或場所之供應者，其規格
	□有，詳            
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	六、不得轉包項目
	■有，詳__(七)       
□無 
(請敘明附件名稱及項次)

	七、廠商應提出之服務建議書及其應含之內容。如主要工作項目之時程、數量、價格、計畫內容、圖說、章節次序或頁數限制等。
	□有，詳            
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	八、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準(或驗收方式、合格條件)
	· 廠商結案報告經本院認可
· 廠商結案報告經本院委員會審查通過
■其他(詳 (五)   ) 
□無 

	九、權利之歸屬
	□有，詳            
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	十、如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式。其項目，如廠商於技術服務項目之經驗及信譽、建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度、工作計畫及預定進度、計畫主持人及主要工作人員之經驗及能力、如期履約能力、廠商之資源及其他支援能力、價格、其他必要事項。
	□有，詳            
■無 
(請敘明附件名稱及項次)

	十一、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項
	· 依本院工安衛規定
· 其他，詳        
■ 無

	十二、本案須適用/準用政府採購法(請依委方契約書補充下列說明)
· 適用，屬接受補助性質(政採法第四條)
· 適用，屬代辦採購(政採法第五條)
· 準用，依委託契約約定(請說明約定內容)
	· 是(依政府採購法)
■ 否(依本院採購辦法)

	
日 期：115年10月19日
部 門：產業學院
評估者：左慧慧
	
核定者：
(請購核定主管或其授權人員)



(1) 目的：
擬委託專業團隊，針對電路板製程所需之實作能力及考試內容，規劃及準備實作考試用材料及相關勞務配套，充裕區域人才培訓資源。
(2) 委託項目：
1. 規劃及準備實作考試用材料：依據電路板製造及切片分析實務考科之評鑑內容及鑑定方式，盤點所需之材料、工具等，並詳列考試用模組清單(附件一)。
2. 委製實作考試用材料模組：依據考試態樣及操作步驟，購買、製作與分裝考試用模組至少50套(附件二)。
3. 布置實作考試場地：配合實作考試需求，完成實作試場規劃文件(附件三，包含試場布置照片及考試動線規劃圖)。
(3) 工作時程：自委辦日起至115年11月23日止
(4) 交付方式：提供驗收項目之電子檔
(5) 驗收標準：
	編號
	日期
	驗收項目

	1
	115年11月23日
	1. 提供電路板實作考試用材料模組清單。
2. 提供委製實作考試用材料模組至少50套。
3. 提供實作試場規劃文件(包含試場布置照片及考試動線規劃圖)。


(6) 付款方式：
本案以計畫代號R423AD2120經費，於115年11月23日驗收後支付，總金額為50,000元(含稅)新台幣。
(7) 重要注意事項：
1. 承辦單位不得轉包所列之工作項目。
2. 關於本案之執行，並未委託廠商蒐集、處理或利用個人資料；廠商若有蒐集、處理或利用個人資料之行為者，其相關法律責任應由廠商自行負責。




附件一 實作考試用材料模組清單

	類別
	材料
	規格
	備註
	提供單位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(請依實際需求新增表格欄/列位)























附件二 實作考試用材料模組至少50套
請提供初級術科考試材料購置及分裝佐證資料
1. 如採購正式發票或收據影本(含品項、數量、單價、總金額)
2. 材料模組分裝後照片或紀錄 (顯示實體材料的數量與樣貌，如材料與包裝箱照片等等)




























附件三 實作試場規劃文件

	實作考試名稱
	

	考試日期:
	

	考試時間:
	

	實作試場布置照片

	


	實作考試動線規劃圖

	



